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Inventia se referd la galvanotehnica, si anume la un procedeu de depunere a acoperirilor din electrolit pe baza de
nichel pe suprafata pieselor metalice.
Aspectul atractiv, rezistenta la coroziune si proprietatile mecanice favorizeaza utilizarea mai largd a nichelului
pentru scopuri decorative, de protectie si functionale — nichelarea fiind unul dintre cele mai populare procese de
galvanizare.
Este cunoscut un procedeu de nichelare electroliticd a pieselor metalice, utilizand electrozi de nichel suplimentari,
instalati in volumul de lucru al baii galvanice, la care se aplicd potentiale alternante periodice (pozitive si negative)
asupra acestora, cat si asupra pieselor supuse nichelarii si anodului-electrod de nichel [1].
Dezavantajul acestui procedeu consta in complexitatea tehnologiei de depunere a nichelului, intensitatea sporitd a
fortei de munca, totodatd consumul de energie pentru activarea electrozilor si filtrarea electrolitului de nichelare
conduc la o crestere a costului final al pieselor placate cu nichel.
Cea mai apropiata solutie este un procedeu de nichelare, utilizand electrolitul Watts cu urmatoarea componenta, g/1:
sulfat de nichel (II) 7-hidrat — 300, clorura de nichel (II) 6-hidrat — 45, acid boric — 38, la 0 temperatura a
electrolitului de 45...65°C si o densitate a curentului catodic de 0,25...1 kA/m? [2].
Dezavantajele acestui procedeu constau in ductilitatea redusa, prezenta tensiunilor interioare majorate si stabilitatea
redusd a electrolitului in timpul procesului. Acest electrolit de nichelare are un sir de dezavantaje, dintre care se
numara, in primul rand, sensibilitatea extrema raportata la abaterile de la modul de functionare acceptat al baii si la
prezenta impuritatilor in electrolit. De asemenea, pot fi enumerate capacitatea de dispersie redusa si prezenta unor
tensiuni interioare majorate, care apar in stratul de acoperire in timpul procesului de depunere. Tot aici, trebuie de
mentionat prezenta anionilor toxici si a substantelor organice, care sporesc semnificativ complexitatea eliminarii
electrolitului uzat si a tratarii apelor reziduale.

Problema pe care o rezolva inventia revendicatd consta in majorarea caracteristicilor calitative ale procesului de

nichelare, si a proprietatilor acoperirii depuse.

Procedeul, conform inventiei, include depunerea acoperirii de nichel dintr-un electrolit, care contine, g/l:

NiSO4-7H,0 — 320, NiCl,-6H,0 — 60, H3BO3; — 40, Crz(SO4)3~6H20 -0,5....2,5, NaxC,04 - 0,5, lao temperaturﬁ a

electrolitului de 30...50°C si o densitate a curentului catodic de 0,2...0,8 KA/m?, cu utilizarea unei surse de curent

trifazat si a unui dispozitiv inductiv-capacitiv, conectat consecutiv in circuitul de alimentare a baii galvanice,
totodata dispozitivul este format din doua blocuri — capacitiv si inductiv, conectate paralel intre ele, blocul inductiv

avand inductanta in limitele 0,1...10,0 H, iar blocul capacitiv avand capacitatea sumara in limitele 0,001...0,11 F.

Rezultatul tehnic consta in stabilitatea in timp a caracteristicilor procesului de nichelare, la o densitate constanta si

stabild a curentului de electroliza si asigurarea caracteristicilor stabile si calitative ale stratului depus.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1-5, care reprezinta:

- fig. 1, instalatia experimentala pentru depunerea acoperirilor de nichel;

- fig. 2, aspectul morfologic al acoperirilor de nichel pentru diferite conditii de depunere: densitatea de curent ix=6,2
kA/m?, temperatura electrolitului tg=40°C, inductanta L=2 H, capacitatea C=22000 pF, cu adaos (Cr2(SO4)3-6H,0
— 2,5, NaxC204 — 0,5, fird conectarea dispozitivului inductiv-capacitiv (DIC);

- fig. 3, aspectul morfologic al acoperirilor de nichel pentru diferite conditii de depunere: densitatea de curent ix=6,2
kA/m?, temperatura electrolitului tg=40°C, inductanta L=2 H, capacitatea C=22000 pF, cu adaos (Cr2(SO4)3-6H,0
— 2,5, Na2C204 - 0,5, cu conectarea DIC;

- fig. 4, aspectul morfologic al acoperirilor de nichel pentru diferite conditii de depunere: densitatea de curent ix=6,2
kA/m?, temperatura electrolitului te=40°C, inductanta L=2 H, capacitatea C=22000 pF, firi adaos, fird conectarea
DIC;

- fig. 5, aspectul morfologic al acoperirilor de nichel pentru diferite conditii de depunere: densitatea de curent ix=6,2
kA/m?, temperatura electrolitului te=40°C, inductanta L=2 H, capacitatea C=22000 uF, fird adaos, cu conectarea
DIC.

Instalatia experimentald pentru depunerea acoperirilor de nichel (fig. 1) consta din sursa trifazata de curent continuu

1, dotata cu dispozitivul inductiv-capacitiv (DIC) si baia galvanica 2.

Principalul aspect urmarit a fost studiul tehnologiei de depunere a nichelului din electrolitul revendicat, cu sau fara

conectarea DIC.

Incercarile au fost efectuate in Laboratorul ,,Metode Electrofizice si Electrochimice de Prelucrare a Materialelor”

Boris Lazarenko al Institutului de Fizica Aplicata.

in conditii de laborator pentru mostrele obtinute s-a studiat interdependenta dintre parametrii de decurgere a

procesului galvanic analizat si aspectul morfologic al acoperirilor de nichel pentru diferite conditii de depunere (fig.

2-5).

Pentru fiecare proba s-a depus un strat de nichel cu grosimea de ~ 120um. Mostrele au fost confectionate din otel 3

(912x2 mm). Compozitia electrolitului a fost identicd pe intreaga perioadd a procesului de testare. S-au utilizat

anozi din plasa de titan platinat.

Alegerea cromului ca "partener de depunere" pentru nichel a fost facuta, tindnd cont de posibilitatea cromului de a

influenta asupra procesului de depunere si proprietatilor acoperirilor de nichel.

In urma efectuarii cercetirilor s-a constatat, ca introducerea in electrolit a adaosului — sulfatului de crom (ll1) si a

oxalatului de natriu (Crz(SO4)3-6H20 — 2,5 g/l, NaxC204 — 0,5 g/l) este remarcat prin posibilitatea obtinerii unor

depuneri de nichel calitative, cu morfologie satisfacatoare (fig. 2, 3). Se poate de remarcat, ca in acoperirile de
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nichel nu a fost depistatd prezenta cromului, ceea ce confirma ca adaosul a influentat numai asupra procesului de
depunere a nichelului.

Referitor la morfologie, pentru aceeasi densitate de curent de 0,62 kA/m?, aceeasi compozitie a electrolitului si acelasi
indice pH 4,5, utilizarea sursei cu conectarea DIC, reglat la parametri optimi, conform procedeului propus,
contribuie la o tendintd de fragmentare a agregatelor cristalice, caracterizate prin grupari de forme regulate,
amplasate uniform pe suprafata depunerilor.

Modul de dezvoltare ale acestor grupari este prezentat in fig. 3, unde sunt alcatuite din agregate cristalice identice,
de ordin micrometric.

Parametrii optimi de reglare a dispozitivului — Lop si Cop, au fost determinati in comun cu eficacitatea procesului de
nichelare —L=2H, C=0,022 F.

Desi eficacitatea sporita a procesului de nichelare propus nu a oferit posibilitatea de a influenta asupra vitezei de
depunere, acesta a crescut de la 83 la 88 um pe ord, iar asupra microduritatii s-a modificat de la ~ 3,5 GPa la ~ 5,0
GPa.

De mentionat, ca toate aceste date experimentale sunt confirmate perfect de cele prezentate in sursa [B.®. Iosoran,
K.WM. Bobanosa, C.X. MWsamxky, B.A. Masyp, b. Ilymkamy OcoOeHHOCTH BIUSHUS IapaMeTpOB
UHIyKTUBHOEMKOCTHOI'O YCTPOMCTBA Ha mporecc Hukeaupoanus // IOM. 2007. Ne5], unde se aduce o corelare
dintre parametrii procesului electrochimic (polarizarea, spectrele componentelor variabile din circuitul galvanic) si
parametrii metalografici (morfologie, structura) etc. Si aici, studiul morfologic a aratat, ca acoperirile conventionale
de nichel erau determinate de o prezenta sporita a defectelor de suprafata (fig. 4), iar prin conectarea DIC (Lopt, Copt)
s-a contribuit la o diminuare considerabila ale acestora (fig. 5). Desi densitatea de curent a fost majorata de la
0,2...0,4 la 0,8 KA/m?, acoperirile de nichel, obtinute conform procedeului propus, au fost de o calitate satisficitore.
Aceleasi calificative se pot atribui acoperirilor de nichel si din aspectul structural. Daca pentru regimul de nichelare
fara conectarea DIC studiul denota o structura rudimentara, alcatuita din agregate cristalice de marimi considerabile,
in cazul conectarii DIC, pentru aceeasi densitate de curent, sunt percepute structuri mult mai fine, omogene, cu un
grad major de fragmentare a agregatelor cristalice.

Implementarea procedeului revendicat este posibild in toate instalatiile cunoscute de depunere a acoperirilor de
nichel prin conectarea DIC.



